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ES 2583 167 T3

DESCRIPCION
Méodulo de LED y luminaria que comprende dicho médulo
CAMPO DE LA INVENCION

La presente invencion se refiere a un médulo de LED, y en particular a un moédulo de LED que tiene zonas
deformables cerca de agujeros para tornillo para recibir un tornillo con el fin de montar el médulo de LED en un
disipador de calor.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

Hoy en dia, existen en el mercado muchas luminarias y sistemas que funcionan por LED. Muchos de estos sistemas
estan equipados con médulos de LED.

En la mayoria de tales aplicaciones, los modulos de LED estan fijados contra una superficie de montaje metalica del
sistema o de la luminaria. Cuando se usan, los modulos de LED generan calor, ademas de luz. Con el fin de
asegurar una larga vida util del médulo de LED, es importante conducir a otra parte el calor generado. Tipicamente,
el calor generado se conduce a la superficie de montaje metalica del sistema o de la luminaria y, luego, a los
alrededores. Asi, esta superficie de montaje metalica funciona como un disipador de calor.

Es importante asegurar un buen contacto térmico entre el médulo de LED vy el disipador de calor. EI documento US
2008/0158822 A1 divulga un modulo de semiconductores de potencia que comprende una zona de contacto de
disipacion de calor configurada para conectar térmicamente el mdédulo de semiconductores de potencia a un
disipador de calor. Con el fin de mejorar mas el contacto térmico, el médulo de semiconductores de potencia
comprende también una carcasa y un elemento de apriete. El elemento de apriete comprende una zona de anclaje y
esta anclado de manera cautiva en la carcasa. Una abertura de fijacion esta acoplada elasticamente con la zona de
anclaje.

Parece que hay cabida para la mejora de la tecnologia divulgada en el documento US 2008/0158822 A1. La
fabricaciéon de un médulo que comprende varios elementos, en el que uno esta anclado en el otro, es complicada.
Como los elementos de apriete se moldean por inyeccion en la carcasa de plastico, se realizan de un material que
tiene diferentes caracteristicas termoconductoras en comparacion con la carcasa de plastico, lo que podria conducir
a problemas.

El documento US 2011/317637 A1 divulga un médulo de acuerdo con el preambulo de la reivindicacion 1.
RESUMEN DE LA INVENCION

Un objeto de la presente invencion es superar este problema y proporcionar un modulo de LED mejorado que
comprende al menos un LED montado en un sustrato plano termoconductor. En particular, un objeto de la presente
invencion es proporcionar un modulo de LED que facilita el transporte de calor desde los LED generadores de calor
hasta un disipador de calor.

De acuerdo con un primer aspecto de la invencion, este y otros objetos se consiguen proporcionando un médulo de
LED que comprende al menos un LED montado en un sustrato plano termoconductor, estando dicho médulo de LED
adaptado para ser utilizado junto con un material de interfaz térmica (TIM) y un disipador de calor, estando dicho
sustrato plano termoconductor adaptado para dispersar calor desde dicho mdédulo de LED, a través de dicho TIM,
hasta dicho disipador de calor, comprendiendo dicho sustrato plano termoconductor una pluralidad de aberturas para
elementos de sujecion, estando cada una de dichas aberturas para elementos de sujecion adaptada para recibir un
elemento de sujecion para montar dicho sustrato plano termoconductor en dicho disipador de calor, en el que dicho
sustrato plano termoconductor comprende zonas deformables formadas integralmente cerca de cada una de dicha
pluralidad de aberturas para elementos de sujecion, siendo dichas zonas deformables formadas integralmente
coherentes con dicho sustrato plano termoconductor.

La expresion "elemento de sujecion" esta destinada a comprender cualquier elemento de sujecion adecuado, tal
como un tornillo o un remache. De modo similar, la expresion "abertura para elemento de sujecion” esta destinada a
comprender aberturas para tornillos, asi como aberturas para remaches.

El sustrato plano termoconductor puede ser, en un modo de realizacion, una placa de circuito impreso y el médulo
de LED es una placa de circuito impreso (pcb) de LED. Este modo de realizacién es ventajoso cuando el médulo de
LED genera una baja cantidad de calor.

En otro modo de realizacion, el sustrato plano termoconductor es un dispersor de calor sobre el que ha sido unida

una pcb de LED. Es ventajoso que el dispersor de calor sea un dispersor de calor de chapa metdlica que tiene
tipicamente un grosor maximo de 4 mm. Tipicamente, el dispersor de calor esta hecho de aluminio.

2



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2583 167 T3

Es ventajoso que las zonas deformables formadas integralmente sean mas delgadas y / o menos rigidas que el resto
del sustrato plano termoconductor. Es particularmente ventajoso que el grosor de la zona deformable formada
integralmente sea, a lo sumo, la mitad del grosor del resto del sustrato plano termoconductor.

De acuerdo con un segundo aspecto, el objeto de la invencion se consigue proporcionando una unidad de LED que
comprende un médulo de LED de acuerdo con el primer aspecto y un disipador de calor, en el que el médulo de LED
se acopla a dicho disipador de calor aplicando elementos de sujecion tales como tornillos o remaches a través de
dichas aberturas para elementos de sujecion (tales como aberturas para tornillos o aberturas para remaches) dentro
de los agujeros para elementos de sujecion (tales como agujeros para tornillos o agujeros para remaches)
correspondientes en el disipador de calor.

Es ventajoso que un TIM esté dispuesto entre el sustrato plano termoconductor del médulo de LED vy el disipador de
calor. Es particularmente ventajoso que el TIM se elija a partir del grupo de una pastilla térmica, una masilla térmica
0 una pasta térmica.

De acuerdo con un tercer aspecto, el objeto de la invenciéon se consigue proporcionando una luminaria que
comprende un médulo de LED de acuerdo con el primer aspecto de la invenciéon o una unidad de LED de acuerdo
con el segundo aspecto de la invencion.

Se sefiala que la invencién se refiere a todas las posibles combinaciones de las caracteristicas enumeradas en las
reivindicaciones.

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

Este y otros aspectos de la presente invencion se describiran a continuacion con mayor detalle, haciendo referencia
a los dibujos adjuntos que muestran el modo o modos de realizacion de la invencion.

La fig. 1 ilustra una vista en seccion transversal de un médulo de LED a punto de ser unido a un disipador de calor;
la fig. 2 ilustra una vista en seccion transversal de un médulo de LED que ha sido unido a un disipador de calor; y

la fig. 3 ilustra una vista desde arriba de un dispersor de calor que comprende aberturas para tornillos, y en el que
hay zonas deformables formadas integralmente cerca de cada una de dicha pluralidad de aberturas para tornillos.

DESCRIPCION DETALLADA

La presente invencion, tal como se define en las reivindicaciones, proporciona una conexién mecanica, asi como
una térmica, fiables entre médulos de LED y disipadores de calor, tales como carcasas de luminaria, en combinacion
con pastillas térmicas o masilla térmica de alta viscosidad como material de interfaz térmica. Desde un punto de vista
mecanico, se consigue una alta fiabilidad cuando se usa una pastilla térmica o una masilla térmica como material de
interfaz térmica (TIM). Los tornillos de montaje se pueden apretar sin medidas especiales o limitaciones de par
especiales y sin el riesgo de que se aflojen los tornillos como resultado de una disminucion del par con el paso del
tiempo. Desde un punto de vista térmico, se consigue un buen contacto térmico entre el médulo de LED y el
disipador de calor debido a una fuerza de compresién controlada y limitada en la interfaz térmica que asegura que el
dispersor de calor se mantiene plano.

Haciendo referencia a continuacion a los dibujos y a la figura 1 en particular, se representa una vista en seccion
transversal de un médulo de LED a punto de ser unido a una superficie de montaje que funciona como un disipador
de calor 118. El médulo de LED esta constituido por una pluralidad de LED 102 montados en una placa de circuito
impreso de LED (pcb de LED) 104. En el modo de realizacién mostrado, la pcb de LED 104 esta unida a un
dispersor de calor 106, hecho tipicamente de un metal tal como aluminio. Sin embargo, en caso de que sea limitada
la capacidad de generacion de calor de los LED de la pcb de LED, es posible también no incluir ninguno de tales
difusores de calor independientes. La adaptacion especial descrita a continuacion para fijar el dispersor de calor al
disipador de calor 118 esta incluida entonces en la pcb de LED. 106. Este modo de realizaciéon no se muestra en las
figuras.

El dispersor de calor 106 comprende una pluralidad de aberturas para tornillos 108 adaptadas para recibir un tornillo
114. Cada una de las aberturas para tornillos 108 esta situada encima de un agujero para tornillo 120 roscado
correspondiente en el disipador de calor 118. Cerca de cada abertura para tornillo 108, hay una zona deformable
112 que esta formada integralmente en el dispersor de calor 106. Estas zonas deformables 112 estan disefiadas de
tal modo que se empezaran a deformar cuando se excede un cierto limite de fuerza. Entre el dispersor de calor 106
y el disipador de calor 118, hay un material de interfaz térmica (TIM) 116.

Haciendo referencia a continuacion a la figura 2, se representa una vista en seccion transversal de un moédulo de

LED que ha sido unido a una superficie de montaje que funciona como un disipador de calor 218. El médulo de LED
es del mismo tipo que en la figura 1 y esta compuesto por una pluralidad de LED 202 montados en una pcb de LED
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204. El dispersor de calor 220 comprende una pluralidad de aberturas para tornillos 208 adaptadas para recibir un
tornillo 210. Cada una de las aberturas para tornillos 208 esta situada encima de un agujero para tornillo 216
roscado correspondiente en el disipador de calor 218. Cerca de cada abertura para tornillo 208, hay una zona
deformable 206 que esta formada integralmente en el dispersor de calor 106. Entre el dispersor de calor 220 y el
disipador de calor 218, hay un material de interfaz térmica (TIM) 214. Los tornillos 210 representados en la figura 2
han sido atornillados en los agujeros para tornillos 216 del disipador de calor 218. Como consecuencia de esto, se
han deformado las zonas deformables 206 cerca de las aberturas para tornillos 208 y se ha establecido un buen
contacto térmico entre el dispersor de calor 220 y el disipador de calor 218 a través del TIM 214.

Haciendo referencia a continuacion a la figura 3, se muestra un dispersor de calor 300 o una pcb de LED (en caso
de que la pcb funcione también como dispersor de calor) con tres aberturas para tornillos 302 separadas que
comprenden unos agujeros para tornillos 304 y unas zonas deformables 306.

Se han llevado a cabo experimentos con relacién al apriete de los tornillos que unen un dispersor de calor a un
disipador de calor, en el que el dispersor de calor y el disipador de calor estan separados por una pastilla térmica. En
estos experimentos, se compard un dispersor de calor como el que se muestra en la figura 3 con un dispersor de
calor convencional del mismo tamafio con agujeros para tornillos regulares y sin aberturas para tornillos ni zonas
deformables. Resulté que el dispersor de calor de acuerdo con la presente invencién se mantuvo plano y que
solamente se obtuvo una deformacién de la pastilla térmica cerca de las aberturas para tornillos. En contraste a
esto, después de apretar una magnitud similar los tornillos que unen el dispersor de calor convencional, dicho
dispersor de calor se dobld, y la pastilla térmica se comprimio en los lados y se deformd en general.

El experto en la técnica se da cuenta de que la presente invencién no esta limitada, de ninguna manera, a los modos
de realizacion preferidos descritos anteriormente. Al contrario, son posibles muchas modificaciones y variaciones
dentro del alcance de las reivindicaciones anexas.
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REIVINDICACIONES

1. Un moédulo de LED (100, 200) que comprende, al menos, un LED (102, 202) montado en un sustrato plano
termoconductor (104, 204), estando dicho moédulo de LED adaptado para ser utilizado junto con un material de
interfaz térmica (TIM) (116, 214) y un disipador de calor (118, 218), estando dicho sustrato plano termoconductor
adaptado para dispersar calor desde dicho moédulo de LED, a través de dicho TIM, hasta dicho disipador de calor,
comprendiendo dicho sustrato plano termoconductor una pluralidad de aberturas para elementos de sujecion (108,
208), estando cada una de dichas aberturas para elementos de sujecion adaptada para recibir un elemento de
sujecion (114, 210) para montar dicho sustrato plano termoconductor en dicho disipador de calor, caracterizado
porque dicho sustrato plano termoconductor comprende zonas deformables (112, 206) formadas integralmente cerca
de cada una de dicha pluralidad de aberturas para elementos de sujecion, siendo dichas zonas deformables
formadas integralmente coherentes con dicho sustrato plano termoconductor.

2. El médulo de LED de acuerdo con la reivindicacion 1, en el que el sustrato plano termoconductor es una placa de
circuito impreso y que el médulo de LED es una pcb de LED.

3. El médulo de LED de acuerdo con la reivindicaciéon 1, en el que el sustrato plano termoconductor es un dispersor
de calor sobre el que ha sido unida una pcb de LED.

4. El moédulo de LED de acuerdo con la reivindicacion 3, en el que el dispersor de calor es un dispersor de calor de
chapa metalica que tiene tipicamente un grosor maximo de 4 mm.

5. El médulo de LED de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 4, en el que dichas zonas deformables
formadas integralmente son mas delgadas y / o menos rigidas que el resto del sustrato plano termoconductor.

6. El modulo de LED de acuerdo con la reivindicacion 5, en el que el grosor de la zona deformable formada
integralmente es, a lo sumo, la mitad del grosor del resto del sustrato plano termoconductor.

7. El médulo de LED de acuerdo con la reivindicaciéon 1, en el que el elemento de sujecion es un tornillo o un
remache.

8. Una unidad de LED que comprende un médulo de LED de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 -7 y
un disipador de calor, en la que el médulo de LED se acopla a dicho disipador de calor disponiendo elementos de
sujecion, a través de dichas aberturas para elementos de sujecion, dentro de agujeros para elementos de sujecion
correspondientes en el disipador de calor.

9. La unidad de LED de acuerdo con la reivindicacién 8, en la que un TIM esta dispuesto entre el sustrato plano
termoconductor del médulo de LED vy el disipador de calor.

10. La unidad de LED de acuerdo con la reivindicacion 9, en la que el TIM se elige a partir del grupo de una pastilla
térmica, una masilla térmica o una pasta térmica.

11. La unidad de LED de acuerdo con la reivindicacion 8, en la que el elemento de sujecidon es un tornillo o un
remache.

12. Una luminaria que comprende un modulo de LED de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 7 o una
unidad de LED de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 8 - 11.



ES 2583 167 T3

114
114 112 106
104 112
106 108
102 108
100 \’ / \
¥_ = e .L-r=—u-~=‘-|r=-11 106
) L
“ i 116
118
120 120

Figura 1



ES 2583 167 T3

218

214

Figura 2



ES 2583 167 T3

302
300

302 _
304

304

Figura 3



	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos


